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光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260507

投资者关系活动

类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 √路演活动

√现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称

博时基金；交银施罗德基金；创金合信基金；信达澳亚基金；国源

信达资本；开源资管；善思投资；天辰元信基金；天风证券；华福

证券；赵广义。

时间 2026 年 5 月 6 日、2026 年 5 月 7日

地点 公司郑州航空港厂区 2 号楼会议室、深圳

上市公司接待人

员姓名

总经理、董事：胡延艳

董事会秘书：吕琦

证券事务代表：关平丽

投资者关系活动

主要内容介绍

管理层介绍了公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩情况，部分投

资者实地参观了公司生产车间和展厅区域；公司参加了 2026 年 5 月 7

日天风证券策略会，并就投资者关注的问题进行交流。主要交流内容如

下：

1、公司 2026 年一季度收入中半导体业务和安全生产类业务占比？

一季度毛利率下降是否主要是半导体业务放量导致？

答：2026 年一季度，公司半导体业务占比较 2025 年进一步提升；

在半导体业务中，国内半导体业务营收已经超过海外半导体业务，成为

公司半导体业务发展的主要驱动因素；2026 年一季度公司总体毛利率

下降主要原因是公司半导体业务营收占比的持续提升。

2、公司机械划片机势头非常好，下游主要是哪些需求贡献了增长？

目前看对国际头部企业的替代比例会大幅提升吗？

答：2025 年公司国产半导体业务中，大客户营收贡献约占到国产

半导体业务的一半，大客户的扩产需求相对较大。同时，受益于公司国

产化划切设备在先进封装领域的广泛应用，公司国产半导体业务发展较



快。公司将通过提升现有产能的生产效率以及加紧建设航空港厂区二期

项目以更好的满足客户的交付需求。同时，公司保持积极的研发投入，

对标国际领先企业，进一步丰富半导体装备产品线，持续增强公司市场

竞争力。

3、公司激光开槽、激光隐切设备、研磨、研磨抛设备的最新进展

情况？

答：公司激光开槽机、研磨机已在客户端验证，激光隐切机已试切

多批客户样片，研磨抛光一体机正在进行研发样机的功能性测试。公司

将全力加快推进产品验证尽快形成销售订单。

4、公司半导体业务是否已实现扭亏为盈，盈利能力改善的核心驱

动因素是什么？

答：随着国产半导体业务的持续放量，公司半导体业务已经实现扭

亏为盈。

5、公司 2025 年半导体业务毛利率为 39.35%，且 2026 年 Q1 总体

毛利率进一步下降，请问毛利率承压的主要原因是什么？未来是否有

回升空间？

答：2025 年公司半导体业务毛利率承压的主要原因有：海外子公

司受地缘局势及汇率变动影响，整体成本有所上升；不同型号产品出货

量改变，收入结构变化也影响了毛利率。2026 年一季度公司总体毛利

率下降主要原因是公司半导体业务营收占比的持续提升。公司物联网业

务毛利率保持稳定；随着公司高端共研设备销售占比逐步提升、公司自

研核心零部件的逐步导入应用以及半导体规模化效应进一步显现，长期

来看公司半导体业务毛利率将会得到提升。

6、公司新产品研磨减薄机、研磨抛光一体机应用场景有哪些？

答：公司研发生产的全自动晶圆研磨机设备 3230 适用晶圆等产品研磨

（减薄），可用于 6/8/12 英寸硅、碳化硅等晶圆的减薄工艺，晶圆级

Fan-out 研磨工艺等；全自动研磨抛光一体机 3330 可以实现晶圆的背

面研磨和抛光加工，具有高稳定性超薄化加工的能力，可用于 12 寸先

进封装超薄晶圆减薄、抛光加工，适配SDBG、DBG等工艺；可满足2.5D/3D

IC、Chiplet 等先进封装工艺的晶圆背面研磨、应力消除等。



7、公司半导体业务收入占比已超 50%，公司怎么看待物联网业务

的发展？

答：物联网安全监控业务作为公司发展的基石，多年来保持较好的

业绩贡献能力，受煤矿国补资金政策调整的影响，公司物联网安全监控

业务营收 2026 年一季度有所下降。公司将紧抓矿山智能化与安全生产

发展机遇，在巩固现有产品优势的基础上不断推出新产品，推动公司物

联网安全监控业务实现稳步发展。

附件清单（如有） 无

日期 2026 年 5 月 7 日


